
Lotpasten
für die Elektronik-fertigung

Lötdrähte Lotpasten Flussmittel Stangen- & Barrenlote

Lötgeräte Mess- & Prüfsysteme Schutzlacke Zubehör



Für vielseitige Anwendungen und Einsatzgebiete liefert Stannol bleihaltige und bleifreie Lotpasten in verschiedenen Korngrößen 

und Gebinden (z.B. Dosen und Kartuschen). Speziell für den bleifreien Einsatz entwickelt, bieten wir Ihnen silberhaltige, silberre-

duzierte sowie silberfreie Lotpasten an.

Im Folgenden möchten wir Ihnen gerne einige bewährte Lotpasten sowie Neuentwicklungen für den Einsatz in der SMD-Fertigung 

vorstellen. Weitere lieferbare Lotpasten aus unserem Programm stellen wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch vor.

Wir haben für jede Anwendung
die richtige lotpaste.
BLEIHALTIGE und BLEIFREIE LOTPASTEN WERDEN IN DER ELEKTRONIK IN 

REFLOW-LÖTANLAGEN UND ZUM REPARATURLÖTEN EINGESETZT.					   

	



die no-clean Lotpasten sp2100 und sp2200 wurden für den 

einsatz mit bleifreien Legierungen im schablonendruck ent-

wickelt. neben der langen offenzeit weisen beide Pasten auch 

nach längeren Pausenzeiten direkt im ersten druck ein gutes 

druckbild auf. die Lotpaste sP2100 ist durch die aktivierung 

als typ L1-Flussmittel eher für den einsatz auf schlecht löt-

baren oberflächen geeignet. es werden mit dieser Paste gute 

Benetzungs- und Lötergebnisse erzielt. 

die no-clean Lotpaste sP2200 ist im gegensatz dazu nach L0 

aktiviert. diese aktivierung bietet auf allen oberflächen, wie 

sie in der heutigen elektronik zum einsatz kommen, eine gute 

Benetzung bei gleichzeitig hoher elektrischer sicherheit der 

rückstände. die geringen mengen an rückständen sind bei 

beiden Lotpasten nach dem reflowprozess hell und transpa-

rent und müssen nicht entfernt werden.

obwohl sich oftmals neue Pastenentwicklungen leicht in vor-

handene Prozesse integrieren lassen kann es je nach Lei-

terplatte und Bauteilkonfiguration notwendig sein, kleinere 

änderungen am Lötprofil anzupassen um die gewünschte, 

qualitative Performance des Flußmittels zu erreichen. als 

gute ausgangsbasis kann hierbei mit 25°c für 40-60 sekun-

den über Liquidus die mitte des Prozeßfensters zufrieden-

stellend und größtenteils auch bauteilschonend angesetzt 

werden.

unter den speziellen Bedingungen und dampfphasenanla-

gen, kritischen Bauteilen oder diffuser Leiterplattenpopulati-

on kann durchaus auch ein beschleunigtes lineares Profil an-

geraten sein. Bitte sprechen sie uns bei optimierungsbedarf 

hierzu gerne an. unsere erfahrene anwendungstechnik berät 

sie auch vor ort für eine individuelle und aufwandminimierte 

Lösung.

bLeifreie Lotpasten

optiMaLe LötprofiLe

unter dem tombstone-effekt versteht man ein aufrichten von 

kleineren Bauteilen im reflow-Prozess. durch speziell entwickel-

te Lotpasten, angepasste temperaturprofile und optimierte Pad-

geometrie kann dieser effekt stark verringert werden.

unter dem Begriff Voids versteht man das auftreten von einschlüs-

sen oder strukturen im Lot, meist unter großflächigen Bauteilen, 

z.B. QFn / Bga. diese inklusionen können mittels geeigneter Lot-

pasten, insbesondere durch angepasste temperaturprofile und  

schablonenöffnungen signifikant verringert werden. 

anti-toMbstone voids

Geringste Rückstände mit höchster elektrischer Sicherheit 

zeichnen unsere aktuellen und zukunftsoptimierten Lotpasten 

aus.

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 

Te
mp

era
tu

r /
°C

 

Zeit/Sekunden 

Empfohlenes Temperaturprofil für Lotpasten SP2200-2500 in Legierung TSC305 (Sn96.5Ag3.0Cu0.5)   

Maximal 

Obere Empfehlung/°C 

Untere Empfehlung/°C 

Zeit über Liquidus 
Benetzung und Ausbildung  

der intermetallischen Phasen 
Reduzierung von Oxiden 

Verdunsten von Lösemitteln 
Abkühlen / Erstarrung Aktivierung 

Oberflächenbenetzung mit Flußmittel 

Risikobereich zur Bildung von Voids 



die offenzeit einer Lotpaste setzt sich aus zwei komponenten 

zusammen: der Verarbeitungszeit im drucker und der stand-

zeit der bedruckten Leiterplatte vor dem reflowprozess.

die stannol-Lotpasten müssen bei 5 –10 °c gelagert werden. 

Vor Verarbeitung mindestens zwei stunden auf raumtempera-

tur bringen. kondensation von Luftfeuchte auf der kalten Lot-

pastenoberfläche lässt diese im ungünstigsten Fall eindicken.

offenzeit Lagerung

Bei der entwicklung der sp2500 wurden besonders die 

anforderungen einer signifikanten Voidreduzierung und 

gleichzeitiger Lotperlenvermeidung berücksichtigt. selbst 

bei besonders großflächigen Pastendepots oder thermi-

schen chipanbindungen erreicht die sP 2500 eine deutliche 

charakteristik zugunsten der iPc-Vorgaben und somit ein 

technologisch komfortableres Prozessfenster.

die halogenfreie Formulierung des reL0 Flussmittels 

überzeugt unter Luft- wie auch stickstoff-atmosphäre mit 

einer kompromisslosen Benetzungsqualität und druckbar-

keit. um speziell die gesteigerten herausforderungen im 

Fine-Pitch-Bereich zu adressieren, gestaltet die sP2500 

primär den Bereich der korngrößenfraktion t4 ernstzuneh-

mend mit. anwender mit gesteigerten optischen anforderun-

gen werden von der transparenz der rückstände überzeugt 

sein. Lieferbar in den Legierungen tsc 305 in korngröße 

3 & 4 sowie der Legierung tsc 0307 in korngröße 3, eignet 

sich die sP 2500 zur Verwendung sowohl in sattel- als auch 

in Linearprofilen.

neue Lotpaste sp2500

Für automatische dosierprozesse bieten wir die Lot-

paste sp651M an. diese ist in der Legierung tsc305 

sn96,5asg3,0cu0,5 in korngröße 3 als standard verfügbar. 

damit kann in automatischen dosierprozessen mit nadel-in-

nendurchmessern bis zu 0,4 mm zuverlässig und wiederhol-

bar dosiert werden. das Flussmittelmedium der sP651m ist 

nach J-std-004 als roL0 eingestuft und komplett halogen-

frei. die Paste weist durch die ausgewogene aktivität ein gro-

ßes Prozessfenster beim reflow-Löten auf und hinterlässt 

nur eine geringe menge an transparenten rückständen.

Lotpasten zuM dosieren 

die Lotpasten sp1100 und sp1200 sind ausschließlich in 

bleihaltigen Legierungen verfügbar. diese Pasten unter-

scheiden sich durch unterschiedliche klassifizierungen und 

daher auch durch ein unterschiedliches Benetzungsverhal-

ten. Während die sP1100 als stark aktivierte rom1-Lotpaste 

auch auf schwer lötbaren oberflächen gute Lötergebnisse 

erzielen kann, ist die sP1200 als roL1-Lotpaste eher für gut 

lötbare oberflächen ausgelegt. die rückstände beider 

no-clean-Lotpasten müssen nicht entfernt werden.

mit der bleihaltigen Lotpaste sp15 63s4 bieten wir Lösungen 

gegen aufgerichtete Bauteile (tombstones) an. Bei beiden 

Lotpasten werden durch die Verwendung von Legierungs

mischungen bzw. einer besonderen Legierung unterschied

liche ansätze gewählt, die anzahl an aufgerichteten Bautei-

len zu reduzieren. die Lotpaste ist nur ein möglicher ansatz 

zur Fehlerbeseitigung. Layout, Lotpastenmenge und andere 

Fertigungsparameter sind hierbei mindestens genauso 

wichtig. dennoch kann mit der Verwendung einer geeigneten 

Lotpaste eine sichere und umfassende Fehlerreduzierung 

unterstützt werden, besonders bei immer kleiner werdenden 

Bauteilen.

bLeihaLtige Lotpasten

Die Lotpaste SP2500 überzeugt durch eine signifikante

Voidreduzierung und gleichzeitiger Lotperlenvermeidung.

neu



An dieser Stelle können wir nur eine be-
grenzte Produktauswahl aufzeigen und 
haben uns daher auf unsere Topseller 
fokussiert. Weitere Produkte finden Sie 
neben einem neuen und innovativen 

Produktselektor auf www.stannol.de. 
Hier haben Sie auch die Möglichkeit, die 
Produktauswahl nach den verschiedens-
ten Kriterien einzuschränken.

Service-Hotline

+49 (0)2051 3120-312

Unser Service für Sie

Lotpasten-Übersicht

Bei den Lotpasten liegen die Metalle in Form eines Lotpulvers 

mit sphärischen Partikeln in genau definiertem Durchmesser 

vor. Der notwendige Partikeldurchmesser ergibt sich aus der 

Größe der Schablonenöffnungen. Standard-Lotpasten sind meist 

in den Korngrößen 3 (25-45 µm) und 4 (20-38 µm) lieferbar. Fei-

nere Partikeldurchmesser wie z.B. Typ 5 (15-25 µm) sind nur bei 

ausgewählten Lotpasten verfügbar.

Die Normen J-STD-004 und DIN EN 61190-1 klassifizieren 

Flussmittel nach ihrer Zusammensetzung. Bezeichnet werden 

die Flussmittel z.B. als ROL0 oder REL1. Sie werden auch da-

nach beurteilt, welchen Einfluss der Flussmittelrückstand auf 

die Gebrauchstauglichkeit der Baugruppe hat. Die Unterschie-

de beider Normen bestehen in der Menge an Halogenen, die in 

dem Flussmittel enthalten sein können, um bestimmte Einstu-

fungen zu erlauben. 

KorngröSSe Klassifizierung

NAME Legierung Klasse 1 Schmelz-
Bereich

KorngröSSe
Metall-
gehalt

Applikation Gebinde 3 Art.-
Nr.

SP15 Sn62,8Pb36,8Ag0,4  2 ROL1 179-183°C 3/5 (10-45 µm) 89,5% Schablonendruck 500g Dose 690015

SP15 Sn62,8Pb36,8Ag0,4  2 ROL1 179-183°C 3/5 (10-45 µm) 89,5% Schablonendruck 12oz Semco 690017

SP1100 Sn62Pb36Ag2 ROM1 179°C 3 (25-45 µm) 90% Schablonendruck 500g Dose 691100

SP1200 Sn62Pb36Ag2 REL1 179°C 3 (25-45 µm) 90% Schablonendruck 500g Dose 691200

SP2100 Sn95,5Ag4Cu0,5 REL1 217-223°C 3 (25-45 µm) 88% Schablonendruck 500g Dose 692100

SP2200 Sn95,5Ag4Cu0,5 REL0 217-223°C 3 (25-45 µm) 89% Schablonendruck 500g Dose 692200

SP2200 Sn96,5Ag3Cu0,5 REL0 217-220°C 3 (25-45 µm) 89% Schablonendruck 500g Dose 692210

SP2200 Sn96,5Ag3Cu0,5 REL0 217-220°C 4 (20-38 µm) 89% Schablonendruck 500g Dose 692250

SP2200 Sn96,5Ag3Cu0,5 REL0 217-220°C 4 (20-38 µm) 89% Schablonendruck 12 oz Semco 692252

SP2200 Sn99Ag0,3Cu0,7 REL0 217-227°C 3 (25-45 µm) 89% Schablonendruck 500g Dose 692220

SP2200 Sn96,5Ag3Cu0,5 REL0 217-220°C 3 (25-45 µm) 89% Schablonendruck 600g Semco 692215

SP2500 Sn96,5Ag3Cu0,5  4 REL0 217-224°C 3 (25-45 µm) 89% Schablonendruck 500g Dose 692500

SP2500 Sn99Ag0,3Cu0,7  4 REL0 217-227°C 3 (25-45 µm) 89% Schablonendruck 500g Dose 692520

SP2500 Sn96,5Ag3Cu0,5  4 REL0 217-224°C 4 (20-38 µm) 89% Schablonendruck 500g Dose 692550

Lotpaste zum Dosieren

SP651M Sn96,5Ag3,0Cu0,5 ROL0 217-220°C 3 (25-45 µm) 84% autom. Dosieren 75g/30cm³ Kartusche 690102

1	K lassifizierung gemäß J-STD-004 2	O ptimiert gegen Tombstone-Effekt 3	A ndere Gebinde sind auf Anfrage erhältlich.

GebindegröSSen

Die folgenden Gebindegrößen sind als Standard verfügbar: 6oz / 12oz / 10cm3 / 30cm3 / 500g Dose.

4	A nti-Voiding Formulierung.



tradition und innovation.
seit 1879 ein guter draht zum kunden.

stannoL gmbh
haberstr. 24, 42551 Velbert

tel: +49 (0) 2051 3120 -0, Fax: +49 (0) 2051 3120 -111
info@stannol.de, www.stannol.de
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Lötdrähte FLussmitteL Lötstationen LotPasten zuBehör stangen & Barren


